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2.1.2 Criterios de Diseno.
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Esquinas vivas, mal disefio
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Chavetero coincide con didmetro pequefio,
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Esquinas achaflanadas, buen disefio Esquinas redondeadas, buen disefio
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Chavetero no coincide con didmetro pequefio,
buen disefo
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2.1.2 Criterios de Diseno.

Superficie disefiada para asiento de
tornillo sin asiento, mal disefio
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Superficie disefiada para asiento de
tornillo, con asiento, buen disefio
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Superficie disefiada para asiento de
tornillo, con asiento, buen disefio

Pagina 3



X 2.2 Introduccién al Disefio

iy

J#} INGENIERIA GRAFICA: Informacion Técnica
-

- Sy

2.1.2 Criterios de Diseno.

:

Buen disefio Buen disefo
P — P i
9 /
t‘“&.:qrﬂf |
La disposicion del chavetero debilita la pieza La disposicion del chavetero no debilita la pieza
Mal disefio Buen disefo
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La disposicion de los chaveteros debilita la pieza El refuerzo proximo los chaveteros no debilita la
Mal disefio pieza
Buen disefio
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Superficie de apoyo Superficie de apoyo no
mecanizada en su totalidad, mecanizada en su totalidad

mal disefo buen disefio
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2.1.2 Criterios de Diseno.
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Taladro en plano inclinado dificil
de realizar, mal disefo
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Doblado en angulo recto con radios
pequenos, mal disefio
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La creacion de partes normales al agujero
facilita el taladrado, buen disefio
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Doblado en angulo > de 90°y
radios pequerios, buen disefio
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Doblado sin alivio, mal disefio Doblados con alivio, buen disefio
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Taladro con herramienta, desaconsejable Taladro préximo a borde, mal disefio
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Taladro conformado, buen disefio
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Aprovechamiento del material
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Esquina viva, mal disefio Fondo redondeado, buen disefio Esquinas redondeadas, buen disefio
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Faltan ranuras doblado, Existen ranuras doblado,
mal disefio buen disefio
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Ranuras en doblado evitan las

Borde doblado en radio grietas,
Peligro de grietas, buen disefio
mal disefio
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Pestafia exterior en radio, peligro de grietas,

mal disefio Pestafa exterior en radio, ranuras evitan las grietas,
buen disefio
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CRITERIOS DE DISENO.
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Fig. 6.33 Fig. 6.34 Fig. 6.35 Fig. 6.36
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CRITERIOS DE DISENO.

Fig. 6.19

Fig. 6.22
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7 Mal disefio 8 Buen disefio
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9 Mal disefio 10 Buen disefo
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